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(54) Testadapter fiir Computer-Chips.

(57) Die Erfindung betrifft einen Testadapter (1) zum Wirkver-
binden eines zu testenden Chips mit einer Testvorrichtung. Der 1~ 3 9
Testadapter weist einen dreidimensionalen Aufbau mit einer Bo-
denplatte (8) und einer Deckelplatte (2) auf. Die Deckelplatte (2)
weist ein Kontaktfeld (3) mit in Anzahl und Anordnung auf den
zu testenden Chip abgestimmten Kontaktelementen (9) auf. Zwi-
schen der Bodenplatte (8) und der Deckelplatte (2) sind Seiten-
flachen (4) angeordnet, die in einem Winkel zur Deckelplatte (2)
angeordnetsind und eine auf den zu testenden Chip abgestimm-
te Anzahl von Einzelverbindern (5) aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung liegt auf dem Gebist der Testvorrichtungen, respektive Testadapter zum Testen von integrierten
Schaltungen (IG), wie Computer-Chips und (Mikro-) Prozessoren.

[0002] Prozessoren, wie sie bei handelsiblichen Computern (PC) Zum Einsatz kommen, weisen immer mehr Anschliisse
auf. In Zukunft werden bis zu 1024 Anschliisse erwartet, die zur Ubertragung von Daten und/oder Energie von und zu
einem Prozessorkern dienen. Die Frequenzen mit denen die Daten (ibertragen werden liegen im Gigaherzbereich.

[0003] Jeder IC wird zwischen den verschiedenen Herstellungsschritten und bei der Endkontrolle auf seine Funktion
Uberprift und getestet. Aus dem Stand der Technik sind zu diesem Zweck so genannte Testvorrichtungen bekannt, welche
heute ein so genanntes Test- oder Loadboard beinhalten. Bei diesen Loadboards werden viele serielle Verbindungen von
einem Testkopf zu einer Messstation geflihrt. Derzeit werden typischerweise Datenraten bis 6 Gbps erreicht. Zukiinftig
sind Datenraten bis 15Gbps oder mehr zu erwarten. Aufgrund der engen Platzverhaltnisse auf dem Loadboard und der
vorzugsweise mdglichst kurzen PCB-Verbindungen sind 100 Kandle pro Quadratzoll von Vorteil. Derzeitige Vorrichtungen
genligen heutigen Anspriichen nicht mehr oder weisen einen komplizierten, kostspieligen Aufbau auf.

[0004] Ein Chip hat Kontaktfelder von einigen um Durchmesser, welche mit dem Messgerat (Testgerat) zu verbinden sind.
Der Stand der Technik verwendet planare Strukturen fir Signalleitungen auf PCB (Printed Circuit Boards), so genannte
Microstrips. Ein Microstrip beeintréchtigt das Signal negativ, da die Ddmpfung mit zunehmender Leitungsléange zunimmt.
Um mehrere hundert Pins zu kontaktieren, miissen heute sehr lange Leitungen verwendet werden. Ausserdem ist eine
hohe Prazision erforderlich. Ein weiteres Problem besteht in den hohen mechanischen Belastungen die auftreten kdnnen,
da jeder Pin mit einer vergleichsweise hohen Kraft kontaktiert werden muss, damit eine sichere Verbindung resultiert.

[0005] Aus dem Stand der Technik sind Vorrichtungen zum Testen von Chips mit einer Vielzahl von Anschllissen bekannt.
Fir jeden Chip ist ein austauschbares Loadboard spezifisch auf den jeweiligen Chip abgestimmt. Neben den Anschliissen
kann dieses auch Elektronik aufweisen. Die aus dem Stand der Technik bekannten Lésungen weisen einen 2-dimensio-
nalen, planaren Autbau aut, bei dem um ein Kontaktfeld gruppierte, in einer Ebene oder parallel dazu liegende Anschllisse,
zum Anschliessen des Loadboards an die Testmaschine dienen. Diese Loadboards bauen sehr gross und weisen zudem
mechanische Nachteile auf. Ausserdem weisen sie einen vergleichsweise komplizierten Aufbau auf.

[0006] US4 931 726 der Fa. Hitachi, Ltd. wurde 1988 publiziert und beschreibt eine Testvorrichtung zum Testen von auf
Platinen angeordneten, respektive aufgeldteten Chips. Die Testvorrichtung wird von oben auf die Platine mit dem Chip
gepresst. Koaxiale Verbinder sind schematisch gezeigt und sollen auf der einen Seite zum Kontaktieren von Leiterbah-
nen oder Létstellen auf der Platine dienen. Am anderen Ende sind die Kabel in zwei in einem Winkel direkt aneinander
stossenden plattenéhnlichen Anschlussbereichen gehalten und werden dort iber Federstifte kontaktiert. Es findet keine
durchgehende koaxiale Signalflihrung statt, was zu einer Beeintrachtigung der Signalqualitat flihrt. Das gezeigte Prinzip
eignet sich nicht fiir hohe Kanaldichten.

[0007] US2007/167 083 der Fa. Advantest wurde 2007 publiziert und beschreibt einen sehr gross bauenden Verbinder-
gehduseblock zum elektrischen Verbinden eines Testkopfes mit Verbindern einer Testvorrichtung. Auf einer ersten Ebene
wird ein Chip zu Testzwecken angeordnet und mittels elektrischen Leitungen mit auf einer zweiten parallelen Ebene an-
geordneten Verbindern wirkverbunden. Gewisse Teile sind schwimmend gelagert.

[0008] US5 896 037 von Method Electronics, Inc. wurde 1999 publiziert und zeigt eine Art Testadapter zum Testen von
Chips. Der Testadapter weist einen mehrlagigen Aufbau auf. Die einzelnen Verbinder werden (iber Leiterbahnen ange-
schlossen. Der Testadapter weist einen zweidimensionalen Aufbau auf, d.h. alle Anschllisse befinden sich in einer Ebene.

[0009] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Vorrichtung zu zeigen, welche die Probleme aus dem Stand der
Technik vermeidet. Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Vorrichtung zu zeigen, welche auf einfache Art
und Weise zum Testen von unterschiedlichen Chips umgeristet werden kann.

[0010] Die Aufgabe wird durch die in den Patentanspriichen definierte Erfindung gel&st.

[0011] Eine Ausflihrungsform der Erfindung umfasst einen 3-dimensionalen Testadapter, welcher es bei Bedarf ermég-
licht, alle Anschliisse eines Chips gleichzeitig koaxial zu kontaktieren. Die Anschllisse werden vom Chip weg dber rdum-
lich gekrimmte Leitungen auf ein dreidimensionales Anschlussfeld Uberfihrt, das von aussen einfach kontaktiert werden
kann. Die Leitungen weisen bei Bedarf zumindest teilweise dieselbe L&nge auf und sind im Vergleich zum Stand der
Technik kurz gehalten. Auf diese Weise ist es - im Unterschied zu den aus dem Stand der Technik bekannten (PCB-)
Ldsungen - méglich z.B. 1024 Kanéle gleichzeitig koaxial mit der Aussenwelt zu verbinden. Da Koaxialkabel viel bessere
Ubertragungseigenschaften aufweisen, wird eine massive Erhdhung der Signalqualitt erreicht. Zudem ermdglicht das
erfindungsgemasse 3D-Routing eine wesentlich hdhere Packungsdichte. Alternativ oder in Ergénzung kdnnen auch opti-
sche Leiter und Verbinder zur Ubertragung der Signale von und zu den Chips verwendet werden.

[0012] Der erfindungsgemasse Testadapter kann zur Verwendung in bestehenden Chip-Testvorrichtungen konzipiert wer-
den und bildet eine Wirkverbindung zwischen der Chip-Testvorrichtung, respektive einem Loadboard und dem zu testen-
den Chip. Bei Bedarf kann der Testadapter in ein Loadboard eingesetzt werden oder weitere Funktionen aufnehmen und
z.B. das Loadboard komplett ersetzen.
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[0013] Pro Chip-Typ ist ein spezifisch auf den Chip abgestimmter Testadapter vorgesehen, der einen wesentlich einfa-
cheren Aufbau als ein konventionelles Loadboard aufweist und zudem eine massive Verbesserung der Signalqualitét er-
maglicht.

[0014] Bei Bedarf kann der Testadapter eine integrierte Kodierung aufweisen, welche der Testvorrichtung Informationen
Uber den zu testenden Chip vermittelt oder speichert.

[0015] In einer Ausfuhrungsform weist der Testadapter eine in etwa quaderférmige, resp. wirfelfdrmige Ausgestaltung
auf. Eine Seitenplatte, welche normaler Weise die Oberseite des Wiirfels (Quaders) bildet, weist ein chipspezifisches Kon-
taktfeld auf. Das Kontaktfeld umfasst eine Vielzahl von spezifisch angeordneten Verbindern zum temporéren Wirkverbin-
den des Chips mit dem Testadapter. An den angrenzenden Seitenwé&nden sind in einem Winkel zur Oberseite eine ent-
sprechende Anzahl von Steckverbindern, respektive Verbinderbénken angebracht, welche Uber - vorzugsweise koaxiale
- Leitungen mit den Verbindern des Kontaktfeldes wirkverbunden sind. Bei Bedarf kénnen andere oder eine Mischung
von mehreren Verbindertypen (z.B. optische) vorgesehen werden. Die Anzahl der notwendigen Verbinder bestimmen die
Grdsse und Form der Seitenflachen.

[0016] Der Testadapter - insbesondere die Seitenplatte mit dem Verbinderfeld - weist mit Vorteil einen mechanisch stabilen
Aufbau auf, damit die beim Testen des Chips auftretenden mechanischen Kréfte sicher abgeleitet werden kénnen und
keine ungewollten Deformationen auftreten. So wird erreicht, dass alle Anschllisse des Chips mit der vorgegebenen Kraft
kontaktiert werden.

[0017] Je nach Anwendungsgebiet kénnen die an den Seitenwéanden angebrachten Verbinder oder die Seitenwénde sel-
ber anders angeordnet sein. Bei Bedarf kdnnen mehr oder weniger als vier Seitenwande vorgesehen werden. Ebenfalls
kann ein verbinderfreier Bereich vorgesehen werden. Falls erforderlich kann auch die Grundfldche des Testadapters Ver-
binder aufweisen.

[0018] Um mechanische Toleranzen auszugleichen kénnen die Steckerverbinder der Seitenflachen in Verbinderbanken
mit einer zumindest einseitig schwimmenden Lagerung zusammengefasst sein. Die Verbinderbdnke weisen mit Vorteil
einen koaxialen Aufbau auf (Mehrfachkoaxialverbinder), da dadurch eine héhere Signalqualitét erreicht wird.

[0019] Durch die Zusammenfassung einzelner Verbinder in Verbinderbanken wird die Toleranzkette gezielt unterbrochen,
so dass die Packungsdichte (Kanale pro Fl&che) kein Problem darstellt. Die Verbinderbanke weisen eine Mehrzahl von
einzelnen Koaxialverbindern auf, die in einer oder zwei oder mehr Reihen angeordnet sind. In einer Ausfiihrungsform sind
einzelnen Koaxialverbinder zumindest auf einer Verbinderseite schwimmend gelagert, indem sie z.B. in Aussparungen
eines Grundkdrpers befestigt sind, um Toleranzen auszugleichen. Die einzelnen Verbinderbinke k&nnen zumindest ka-
belseitig starr oder in sinem definierten Mass beweglich miteinander zu einer grésseren Einheit wirkverbunden sein. Falls
erforderlich, weisen die einzelnen Verbinderbénke Zentriermittel auf, mittels denen die einzelnen Verbinderbanke getrennt
voneinander ausgerichtet und justiert werden. Die einzelnen Verbinder selber kénnen als Zentrierhilfe ausgebildet sein.

[0020] Zu diesem Zweck kénnen die einzelnen Verbinder auf jeder Seite des Verbinders in einem oder mehreren Gehau-
sen eingepresst, die zur Halterung derselben - je nach Ausfliihrungsform starren oder schwimmenden - dienen. Die Ge-
hé&use bestehen vorzugsweise aus spritzgegossenem Kunststoff. Die Wirkverbindung mit den Kabeln erfolgt durch Ver-
pressen oder VerlGten. Die einzelnen Verbinder weisen bei Bedarf Federelemente auf, mittels denen die Steckkraft mit
dem Gegenstlick bestimmt und allfallige Abweichungen in einem definierten Mass ausgeglichen werden. Je nach Ausflih-
rungsform sind die Federelemente z.B. balgfdrmig ausgebildet oder weisen eine tonnenférmige Ausgestaltung auf, die bei
Bedarf in Langsrichtung oder in einem gewissen Winkel dazu geschlitzt ist, derart dass das Lastniveau einen gewissen
Wert nicht Uberschreitet.

[0021] In einer Ausflihrungsform beinhaltet der Mehrfachkoaxialverbinder eines Verbinderbankes einen weiblichen und
zumindest einen kabelseitigen mannlichen Verbinderteil auf. Der kabelseitige Verbinderteil weist mindestens eine Verbin-
derbank mit einem Geh&use auf, das einen Grundk&rper aufweist. Der Grundkdrper weist von einer oder zwei gegen-
Uberliegenden Seiten her zugéngliche, kammfbrmig angeordnete Aussparungen auf, die zur seitlichen Aufnahme von
einzelnen Verbindern dienen. Der kabelseitige Verbinderteil kann mehrere, seitlich nebeneinander und miteinander wirk-
verbundene Verbinderbanke aufweisen. Die kabelseitigen Verbinderbanke kénnen z.B. Uber elastische Verbindungsele-
mente schwimmend miteinander wirkverbunden sein. Je nach Ausfiihrungsform kénnen die kabelssitigen Verbinderbanke
auch starr miteinander wirkverbunden sein. Der weibliche Verbinderteil, der z.B. starr auf einer Platine oder direkt auf einer
Seitenwand befestigt wird, kann ein einteiliges Gehause mit parallel verlaufenden Offnungen aufweisen, die zur Aufnahme
von einzelnen Verbindern dienen. Die Verbinder kénnen im weiblichen Verbinderteil von der Vorder- oder der Rlickseite
her eingepresst oder eingeschnappt werden. Bei Bedarf kann das einteilige Gehause mehrere Reihen von Offnungen
aufweisen. Zum Ausgleichen von geometrischen Abweichungen kdnnen die einzelnen Verbinder zumindest in einem Ge-
hé&use seitlich schwimmend gelagert sein. Bei Bedarf kénnen die Verbinderbanke Zentriermittel aufweisen mittels denen
die Gehéuse beim Zusammenstecken gegeneinander zentriert werden.

[0022] In einer Ausfiihrungsform weist der Testadapter einen innen liegenden, formstabilen Rahmen auf, der zur Halterung
einer Deckelplatte mit einem Kontaktfeld und den an den Seitenwénden angeordneten Steckverbindern dient. Bei Bedarf
weist der formstabile Rahmen Anschlussmittel auf, mittels denen der Testadapter mechanisch mit einer Testvorrichtung
wirkverbunden werden kann.
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[0023] Ein Vorteil des erfindungsgeméassen Testadapters besteht darin, dass flr jeden Anschluss eine identische Lei-
tungslange gewahrleistet werden kann. Im Unterschied zu den aus dem Stand der Technik bekannten Loadboards ist
der Testadapter zudem mechanisch wesentlich stabiler und weist aufgrund seiner dreidimensionalen Struktur einen viel
geringeren Platzbedarf auf. Zudem sind die sich im Innem befindlichen Kabel vor &usseren mechanischen Einflissen
weitgehend geschutzt. Bei Bedarf kann der Innenraum auch vergossen werden.

[0024] Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht darin, dass das Innere des dreidimensionalen Testadapters fiir weitere
Aufgaben verwendet werden kann. Z.B. besteht die Mdglichkeit Sensoren anzubringen welche Aufschluss Uber die Test-
verhaltnisse und Umgebungsparameter geben.

[0025] Die Erfindung wird anhand der in den Figuren gezeigten Ausfliihrungsform naher erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 einen Testadapter und Steckerverbinder von schrag oben;
Fig. 2  den Testadapter von schrag oben;
Fig. 3  den Testadapter von schrdg unten;

Fig. 4  das Innenleben des Testadapters;

[0026] Die Fig. 1 und 2 zeigt einen erfindungsgemassen Testadapter 1 von schrag oben und Fig. 3 den Testadapter 1 von
schrag unten. Fig. 4 zeigt vereinfacht den inneren Aufbau eines Testadapters 1.

[0027] In der gezeigten Ausflihrungsform hat der Testadapter 1 in etwa die Gestalt eines Wrfels mit einer Deckelplatte
2 die in der Mitte ein Kontaktfeld 3 aufweist. Das Kontaktfeld 3 weist eine Vielzahl von einzelnen Kontaktelementen 9 auf,
die spezifisch zu den Kontaktbereichen eines zu testenden Chips (nicht ndher dargestellt) angeordnet sind und von Chip
zu Chip variieren kbnnen. Die Kontaktelemente 9 kénnen so ausgestaltet sein, dass sie direkt mit den Kontaktbereichen
eines Chips wirkverbunden werden kdnnen. Die Kontaktelemente kdnnen als federnde Stifte ausgebildet sein, die bei
axialem Druck gegen die Kraft einer Feder nach hinten zurlickweisen. Die Stifte kénnen mit einem Spitz oder einem
Rundkopf versehen sein. Andere Ausflihrungsformen sind méglich. Z.B. besteht die Méglichkeit selektiv leitendes Polymer
als Zwischenschicht zu verwenden.

[0028] Alternativ oder in Ergdnzung k&nnen Adapterplatten (nicht ndher dargestellt) vorgesehen werden, welche beim
Testen zwischen Chip und Testadapter angeordnet sind und die Verbindung zwischen den Kontaktelementen des Kontaki-
feldes 3 und dem Chip dienen. Der Testadapter 1 kann bei Bedarf Haltemittel und/oder Zentriermittel fiir Adapterplatten
und/oder den Chip aufweisen, damit diese gegeniiber dem Kontakifeld beim Testen eine definierte Position einnehmen.
Die Halte- oder Zentriermittel kdnnen mit der Deckelplatte 2 wirkverbunden sein. Ebenfalls besteht die Mdglichkeit einen
um ein Scharnier beweglich angecrdnsten Zentrier- und Halterahmen (nicht naher dargestellt) vorzusehen, der z.B. an
der Deckelplatte 2 befestigt ist. Mittels dem Zentrier-, resp. Halterahmen kann ein Chip ganzflachig kontrolliert gegen das
Kontaktfeld 3 gepresst werden. Ein Vorteil besteht dabei darin, dass bei einer geeigneten Verriegelung die Krafte in der
Deckelplatte konzentriert werden kénnen, so dass die umgehende Struktur nicht Uberméassig belastet wird.

[0029] Der quaderférmige Testadapter weist in der gezeigten Ausfihrungsform vier Seitenwénde 4 auf, die in einem Win-
kel von 90° zur Deckelplatte 2 angeordnet sind. Andere Ausflhrungsformen sind mdglich. Beispielsweise kann der Tes-
tadapter die Form eines Pyramidenstumpfes aufweisen bei dem die Seitenflachen 4 einen grésseren Winkel grésser als
90° gegenliber der Deckelplatte 2 aufweisen. Bei Bedarf kann der Testadapter auch einen schiefen Aufbau aufweisen, bei
dem die Boden- und die Deckelplatte gegeneinander versetzt oder in einem Winkel zueinander angeordnet sind.

[0030] Die Seitenwénde 4 haben eine der Anzahl Kontaktelemente 9 des Kontaktfeldes 3 entsprechende Anzahl von Ein-
zelverbindern 5. Diese kdnnen, wie in der gezeigten Ausflihrungsform dargestellt, zu Mehrfachverbindern 6 zusammen-
geschlossen werden, welche gemeinsam (iber korrespondierende Steckerverbinder 10 mit einer Testvorrichtung wirkver-
bunden werden. Je nach Anwendungsgebiet sind andere Ancrdnungen der Seitenwande 4 und Verbinder 5 ist mdglich.
Z.B. kdnne mehr oder weniger als vier Seitenwénde vorgesehen werden.

[0031] Die Kontaktelemente 9 des Kontaktfeldes 3 und die Einzelverbinder 5 sind vorzugsweise (ber koaxiale Kabel
11 miteinander verbunden. Zur Durchleitung der Kabel weist die Deckelplatte eine oder mehrere Durchgangséffnungen
(nicht ndher dargestellt) auf. Um die Herstellbarkeit zu vereinfachen, kann der Testadapter einen modularen, segmentartig
unterteilten Aufbau aufweisen, der ein einfaches Zerlegen der Seitenwande und der ihnen zugeordneten Kontaktelemente
9 des Kontaktfeldes 3 ermdglichen (schematisch in Fig. 2 angedeutet).

[0032] Bei den Mehrfachverbindern 6, respektive den Steckerverbindern 10 der gezeigten Ausflhrungsform handelt es
sich um so genannte Mehrfachkoaxialverbinder, welche jeweils acht koaxiale Einzelverbinder 5 aufweisen. Im Testbetrieb
werden die Mehrfachverbinder 6 typischer Weise (iber an Kabeln montierte Mehrfachstecker (nicht ndher dargestellt) mit
einer Testvorrichtung wirkverbunden, welche zum Austesten der Funktionen von Chips dienen.

[0033] In Fig. 1 sind peripher angeordnete Pfosten 7 zu erkennen, die ein Teil der tragenden Struktur bilden und die
Deckelplatte 2 mit einer Bodenplatte 8 starr verbinden. Die Deckelplatte 2 weist eine Dicke auf, die so gewahlt ist, dass
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keine sich negativ auswirkende Deformation auftritt wenn ein Chip beim Testen von oben gegen das Kontakifeld 3 gepresst
wird. Anstelle oder in Ergénzung zu den Pfosten 7 kénnen die Seitenwénde 4 tragende Funktionen ibernehmen.

[0034] Es hat sich gezeigt, dass es in gewissen Fallen vorteilhaft ist, wenn die Einzelverbinder 5 zumindest auf einer
Seite schwimmend in einem der Verbinderteile 6, 10 gelagert sind. Dadurch wird erreicht, dass sich Ungenauigkeiten und
Massabweichungen nicht negativ auswirken.

[0035] In Fig. 4 sind die Deckelplatte 2 und die Pfosten 7 entfernt, so dass das Innenleben des Testadapters besser
ersichtlich wird. Zu erkennen ist, wie die Kabel 11 die Einzelverbinder 5 mit den entsprechenden Kontaktelementen des
Kontaktteldes 3 (hier durch einen Kreis umrahmt) wirkverbinden. Selbstverstandlich kdnnen auch andere als die hier dar-
gestellten Einzelverbinder, respektive Mehrfachverbinder 6 verwendet werden.

Bezugszeichen
[0036]
1 Testadapter

2 Deckel platte

3 Kontaktfeld

4 Seitenwénde

5 Einzelverbinder

6 Mehrfachverbinder
7 Pfosten

8 Bodenplatte

9 Kontaktelemente
10 Steckerverbinder

11 Kabel

Patentanspriiche

1. Testadapter (1) zum Wirkverbinden eines zu testenden Chips mit einer Testvorrichtung, wobei der Testadapter (1) eine
Bodenplatte (8) und eine Deckelplatte (2) mit einem Kontaktfeld (3) mit in Anzahl und Anordnung auf den zu testenden
Chip abgestimmten Kontaktelementen (9) und zwischen der Bodenplatte (8) und der Deckelplatte (2) angeordneten
Seitenflachen (4) aufweist, die in einem Winkel zur Deckelplatte (2) angeordnet eine auf den zu testenden Chip
abgestimmte Anzahl von Einzelverbindern (5) beinhalten.

2. Testadapter (1) gemass Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckelplatte (2) und die Bodenplatte
(8) durch strukturtragende Elemente (7) wirkverbunden sind.

3. Testadapter (1) geméass einem der vorangehenden Patentanspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktele-
mente (9) des Kontakifeldes (3) und die Einzelverbinder (5) durch koaxiale und/oder optische Leitungen (11) mitein-
ander wirkverbunden sind.

4. 4. Testadapter (1) gemass Patentanspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die koaxialen und/oder optischen Lei-
tungen (11) zumindest paarweise in etwa dieselbe L&nge aufweisen.

5. Testadapter (1) gemass einem der vorangehenden Patentanspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Einzel-
verbinder (5) in einem Mehrfachverbinder () zusammengefasst sind.

6. Testadapter (1) gemass einem der vorangehenden Patentanspriche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kontaktfeld
(3) einen segmentartigen Aufbau aufweist, wobei die Kontaktelemente (9) jedes Segmentes den Einzelverbindern (5)
einer Seitenwand (4) zugeordnet sind.

7. Testadapter (1) geméass einem der vorangehenden Patentanspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Einzelver-
binder (5) einen koaxialen und/oder einen optischen Aufbau aufweisen.

8. Testadapter (1) geméss einem der vorangehenden Patentanspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Testadapter
(1) eine quader- oder wiirfelfdrmige Ausgestaltung hat.

9. Testadapter (1) geméass einem der vorangehenden Patentanspriliche, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckelplatte
(2) Mittel zum Zentrieren einer Zwischenplatte und/oder eines Chips aufweist.
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10. Testadapter (1) geméss einem der vorangehenden Patentanspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckelplatte
(2) einen Zentrier- und/oder Halterahmen aufweist, der zum Zentrieren und/oder Anpressen eines Chips gegen die
Kontaktelemente (9) des Kontaktbereichs (3) dient.
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